
半導体パッケージのオープン
およびショートテスト成功事例

【目的】
半導体パッケージのオープンテストとショートテストのため、
4線式測定、I / V特性評価、および2線式測定の実行

【課題】
3072x4のマトリクス・スイッチを高パフォーマンス、
低価格で入手する必要がありました。
カスタム製作の実績もありますが、取り扱いにくいものに
なったり、保守性が良くありませんでした。

【LXIによる接続イメージ】

BIRST(Built-In-Relay-Self-Test)機能搭載

【マトリクス・スイッチモジュールの詳細】

【ピカリング社モジュールを採用した理由】
・品質（3年の保証）
・コスト（目的に合わせて豊富なモジュールを提供）
・柔軟性（LXI高密度マトリクス・モジュールの新しいモジュールを開発）
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